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(57)摘要

本发明公开了一种手机后盖加工工艺，包括

如下步骤：用激光在玻璃表面切割出目标形状的

手机后盖，然后进行化学抛光，再裂片，清洗得到

手机后盖，其中，激光切割后，目标形状的手机后

盖与玻璃仍保持连接；抛光液的原料包括：硫酸、

氢氟酸、硝酸和水。本发明用激光切割并结合适

宜抛光工艺，避免了CNC加工的繁琐工艺，提高加

工效率和产品良率，节约投入成本和加工场地；

并且可以改善激光切割带来的多种问题，提高玻

璃表面的光洁度。
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1.一种手机后盖加工工艺，其特征在于，包括如下步骤：用激光在玻璃表面切割出目标

形状的手机后盖，然后进行化学抛光，再裂片，清洗得到手机后盖，其中，激光切割后，目标

形状的手机后盖与玻璃仍保持连接；抛光液的原料包括：硫酸、氢氟酸、硝酸和水。

2.根据权利要求1所述手机后盖加工工艺，其特征在于，抛光液的原料按重量百分比包

括：浓硫酸5‑9％、氢氟酸水溶液2‑6％、浓硝酸3‑8％、水75‑88％，其中，各原料重量百分比

总和为100％。

3.根据权利要求2所述手机后盖加工工艺，其特征在于，浓硫酸的质量分数为96‑

98wt％，浓硝酸的质量分数为66‑68wt％、氢氟酸水溶液的质量分数为39‑41wt％。

4.根据权利要求1‑3任一项所述手机后盖加工工艺，其特征在于，抛光处理的温度为

34‑38℃。

5.根据权利要求1‑4任一项所述手机后盖加工工艺，其特征在于，抛光处理的时间为1‑

4min。

6.根据权利要求1‑5任一项所述手机后盖加工工艺，其特征在于，抛光下丝量为0.015‑

0.1mm。

7.根据权利要求1‑6任一项所述手机后盖加工工艺，其特征在于，化学抛光的具体步骤

为：用水一次浸泡激光切割后的玻璃5‑15s，然后转移至化学抛光液中进行抛光处理，然后

再用水二次浸泡5‑15s。

8.根据权利要求1‑7任一项所述手机后盖加工工艺，其特征在于，激光切割的功率≥

30W，切割速度为100‑500mm/s，频率为45‑55Hz。
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一种手机后盖加工工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及玻璃手机后盖技术领域，尤其涉及一种手机后盖加工工艺。

背景技术

[0002] 目前，玻璃手机后盖的制备工艺一般为：先用开料机将玻璃开料，然后掰片，再进

行CNC加工，最后清洗获得目标尺寸的玻璃手机后盖。但是目前CNC加工的时间很长，使得玻

璃手机后盖的产率较低，并且在CNC加工过程中，玻璃手机后盖容易发生破碎，减低产品的

良品率。

发明内容

[0003] 基于背景技术存在的技术问题，本发明提出了一种手机后盖加工工艺，本发明用

激光切割并结合适宜抛光工艺，避免了CNC加工的繁琐工艺，提高加工效率和产品良率，节

约投入成本和加工场地；并且可以改善激光切割带来的多种问题，提高玻璃表面的光洁度。

[0004] 本发明提出了一种手机后盖加工工艺，包括如下步骤：用激光在玻璃表面切割出

目标形状的手机后盖，然后进行化学抛光，再裂片，清洗得到手机后盖，其中，激光切割后，

目标形状的手机后盖与玻璃仍保持连接；抛光液的原料包括：硫酸、氢氟酸、硝酸和水。

[0005] 激光切割是由激光发射器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激

光束，后经透镜聚焦，在焦点处聚成一极小的光斑，光斑照射在材料上时，使材料很快被加

热至气化温度，蒸发形成孔洞外形等，随着光束对材料的移动，并配合辅助气体(如二氧化

碳气体、氧气、氮气等)吹走融化的废渣，使孔洞连续形成宽度很窄的切缝，完成材料切割。

在激光切割玻璃后，高温会使手机后盖与原玻璃仍有部分位置保持连接状态。

[0006] 优选地，抛光液的原料按重量百分比包括：浓硫酸5‑9％、氢氟酸水溶液2‑6％、浓

硝酸3‑8％、水75‑88％，其中，各原料重量百分比总和为100％。

[0007] 优选地，浓硫酸的质量分数为96‑98wt％，浓硝酸的质量分数为66‑68wt％、氢氟酸

水溶液的质量分数为39‑41wt％。

[0008] 优选地，抛光处理的温度为34‑38℃。

[0009] 优选地，抛光处理的时间为1‑4min。

[0010] 优选地，抛光下丝量为0.015‑0.1mm。

[0011] 优选地，化学抛光的具体步骤为：用水一次浸泡激光切割后的玻璃5‑15s，然后转

移至化学抛光液中进行抛光处理，然后再用水二次浸泡5‑15s。

[0012] 优选地，激光切割的功率≥30W，切割速度为100‑500mm/s，频率为45‑55Hz。

[0013] 上述下丝量是指抛光后玻璃减少的厚度。

[0014] 上述水可以为纯化水、蒸馏水等。

[0015] 有益效果：

[0016] 本发明选用激光切割并结合适宜抛光工艺，避免了CNC加工的繁琐工艺，可以缩短

加工时间，提高加工效率，节约投入成本和加工场地，并且可以提高产品良率；且操作简单，
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可实现自动化流水线生产；设备投入成本可节约50‑80％，场地空间可节约50％；

[0017] 另外激光切割后，玻璃的边缘呈直角，容易划伤手，且玻璃边缘容易产生砂边、崩

边现象，玻璃表面容易出现划痕等，从而影响玻璃的透光率、光洁度和外观；本发明激光切

割后结合适宜的抛光工艺和适宜配方的抛光液，可以改善砂边、崩边和表换划痕等问题，并

且使得玻璃边缘形成倒角，避免玻璃划伤手；本发明选用合适的抛光液和抛光工艺，可以提

高玻璃表面的光洁度。

附图说明

[0018] 图1为本发明激光切割后的玻璃照片。

[0019] 图2为本发明化学抛光后玻璃边缘倒角的照片。

具体实施方式

[0020] 下面，通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明，但是应该明确提出这

些实施例用于举例说明，但是不解释为限制本发明的范围。

[0021] 实施例1

[0022] 一种手机后盖加工工艺，包括如下步骤：用激光在玻璃表面切割出目标形状的手

机后盖，激光切割的功率为30W，切割速度为500mm/s，频率为45Hz；激光切割后，目标形状的

手机后盖与玻璃仍保持连接；

[0023] 用水一次浸泡激光切割后的玻璃5s，然后转移至化学抛光液中于38℃抛光1min，

然后再用水二次浸泡5s，然后裂片，清洗得到手机后盖；其中，抛光液的原料按重量百分比

包括：浓硫酸水溶液5％、质量分数为40wt％的氢氟酸水溶液2％、浓硝酸水溶液5％、水

88％。

[0024] 实施例2

[0025] 一种手机后盖加工工艺，包括如下步骤：用激光在玻璃表面切割出目标形状的手

机后盖，激光切割的功率为40W，切割速度为100mm/s，频率为55Hz；激光切割后，目标形状的

手机后盖与玻璃仍保持连接；

[0026] 用水一次浸泡激光切割后的玻璃15s，然后转移至化学抛光液中于34℃抛光4min，

然后再用水二次浸泡15s，然后裂片，清洗得到手机后盖；其中，抛光液的原料按重量百分比

包括：浓硫酸水溶液9％、质量分数为40wt％的氢氟酸水溶液6％、浓硝酸水溶液8％、水

77％。

[0027] 实施例3

[0028] 一种手机后盖加工工艺，包括如下步骤：用激光在玻璃表面切割出目标形状的手

机后盖，激光切割的功率为35W，切割速度为200mm/s，频率为50Hz；激光切割后，目标形状的

手机后盖与玻璃仍保持连接；

[0029] 用水一次浸泡激光切割后的玻璃10s，然后转移至化学抛光液中于36℃抛光3min，

然后再用水二次浸泡10s，然后裂片，清洗得到手机后盖；其中，抛光液的原料按重量百分比

包括：浓硫酸水溶液7％、质量分数为40wt％的氢氟酸水溶液4％、浓硝酸水溶液6％、水

83％。

[0030] 图1为本发明激光切割后的玻璃照片。
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[0031] 图2为本发明化学抛光后玻璃边缘倒角的照片。

[0032] 对比例1

[0033] 传统手机后盖加工工艺，包括如下步骤：用开料机将玻璃开料，然后掰片，再进行

CNC加工，最后清洗得到手机后盖。

[0034] 对比例2

[0035] 抛光液为质量分数为12wt％的氢氟酸水溶液，其他同实施例3。

[0036] 分别采用实施例1‑3和对比例1‑2的工艺，连续加工100片尺寸相同的手机后盖，统

计所用时间和成本，并对各组的手机后盖进行检测，结果如表1所示。

[0037] 表1检测结果

[0038]

[0039]

[0040] 由表1可以看出，本发明加工100片手机后盖，所用时间远小于对比例1，良品率比

对比例1提升3％；本发明的手机后盖的下丝量、倒角宽度均大于对比例2。

[0041] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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图2
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